Microprocessadores Il - ELE 1084

CAPITULO Il

PROCESSADORES P5 e P6



3.1 — GeracoOes de Processadores

Arquiteturas CISC
Ano Geragao Arquitetura Sigla Processadores
1978 12 |A-16 2 8086 e 8088
1982 28 IA-16 P2 286
1985 32 |A-32 P3 386 DX, 386 SX
1989 43 |A-32 P4 486 DX, 486 SX
1993 52 |A-32 P5 Pentium e Pentium MMX
1995 62 IA-32 P6 Pentium-Pro, Pentium Il e Pentium I
2000 72 |A-32 = Pentium 4
2002 82 |A-32 P8 Pentium 4 HT
2005 02 |A-32 P9 Pentium D (dual core)
Arquiteturas RISC
Ano Geracao Arquitetura Sigla Processadores
2001 12 |A-64 R1 Itanium
2002 28 |A-64 R2 ltanium 2

Figura 3.1. Tabela mostrando as diversas geragoes dos processadores da Intel.




3.1 — GeracoOes de Processadores

Primeira Geracao (P1)
* Inicio da arquitetura de 16 bits — CPU 8086 e 8088;
« Arquiteturas PC e PC-XT — SO DOS ( Microsoft);
 Qutros Fabricantes: AMD, Harris, Hitachi, NEC, IBM

* 80186 e 80188 — microcontroladores e sistemas
embarcados:



3.1 — GeracoOes de Processadores

Segunda Geracao (P2)
* Processador 80286;
* Arquitetura PC-AT e Barramento ISA,
* 24 bits de enderecamento;
* Modos Real e Protegido;
* Ambiente DOS;

* Primeiros Chipsets.



3.1 — GeracoOes de Processadores

Terceira Geracao (P3)
« CPU 80386 — 32 hits;
* Arquitetura PC AT 386 — Compagq,;
* Modos Real, Protegido;
« 386 DX (32 bits) e 386 SX (16 bits);
« CPU 80386 — 32 hits;
* Primeiras Memdrias Caches;
* Clones Am386 da AMD, 386SLC da IBM.



3.1 — GeracoOes de Processadores

Quarta Geracéao (P4)
« CPU 486 — 32 bhits
« Coprocessador Integrado;
« 486 DX, 486 SX (+ 487 SX) e Overdrive;
« 486 DX2 e 486 DX4;
* Clones Am486 da AMD, 5x85 — Cyrix;



3.1 — GeracoOes de Processadores

Quinta Geracao (P5)
* Pentium (586) — 32 hits;
* Instrucoes MMX;
« Concorrente — K5 (AMD).



3.1 — GeracoOes de Processadores

Sexta Geracao (P6)
* Pentium Pro — Cache na dupla cavidade;
* Projeto Caro e orientado a 32 bits - servidores,
* Pentium Il — hibrido 16 e 32 bits;
* Versoes Celeron e Xeon;
* Recursos 3D — Pentium Ill;
* AMD: K6-2, K6-3



3.1 — GeracoOes de Processadores

Sétima Geracéao (P7)
« AMD: Athlon:
 Intel: Pentium 4:

Oitava Geracao (P8)
* Tecnologia Hyper-Threading (HT);
* Processamento de Programa em Paralelo;



3.1 — GeracoOes de Processadores

Nona Geracao (P9)
* Processadores Integrados no mesmo nucleo (core);

« EM64T — processamento em 64 bits;
* Athlon X2;

* Phenom X3, Phenom X4;

* Opteron Quad-Core



3.6 — P5 -Processador Pentium

« Barramento de dados de 64 bits:
— No 386 e 486, esse acesso era feito a 32 bits por vez.

« Cachellde 16 KB
— Cache primario ou L1 é maior (16 KB),
— 8 KB para o armazenamento de dados e
— 8 KB para instrucoes.

* Previsao de desvio:

— Desvio Condicional: controlador de cache, carrega
antecipadamente, na memoria cache, o conteudo dos ramos do
desvio predito (sendo verdadeira ou falsa a comparacao).



3.6 — P5 -Processador Pentium

 Arquitetura superescalar em dupla canalizacao:

Funciona como se fossem dois processadores 486
trabalhando em paralelo.

 Multiprocessamento: Os processadores da Intel
permitem trabalhar em placas-méae com mais de um
processador diretamente. No caso do Pentium, este
pode ser utilizado em placas-mé&e com até dois
processadores.



3.6 — P5 -Processador Pentium

« Coprocessador matematico mais rapido:

— Co-processador matematico do Pentium trabalha de trés a
cinco vezes mais rapido que o coprocessador matematico do
486DX.

* O Pentium passou a ter uma nova instrucao, chamada
CPUID, onde o processador “diz quem ele &”.

e Processadores Pentium: 1993 - 60 MHz, 112 MIPS

Compatibilidade total com outros processadores
anteriores da Intel



3.6 — P5 -Processador Pentium

* Pipeline de instrucdes: dutos u e v.

 Duto u: primario, executa todas instru¢cdes com inteiros e
ponto-flutuante;

 Duto v: secundario e sO executa instrucoes simples com
Inteiro e ponto-flutuante,

* Instrucdes sequenciais nao podem ser executadas
paralelamente;

« Unidade de predicéo: prediz que ramo de deciséo sera
tomado e carrega a memaria na direcao predita.



3.6 — P5 -Processador Pentium

Superescalar € a denominagdo usada pela Intel para designar

CPUs que podem executar simultaneamente duas ou mais
instrugées.

Cache Predicéo
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b
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Pre-fetch 64
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L X Unidade
Matematica
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Figura 3.18. Arquitetura superescalar do Pentium.

Pentium processor internal architecture.



3.6 — P5 - Processador Pentium

Tipo e Velocidade da CPU  Multiplicador Velocidade Placa-Mae

Clock (MH2z)
Pentium 75 1.5x 50
Pentium 90 1.5x 60
Pentium 100 1.5x 66
Pentium 120 2X 60
Pentium 133 2X 66
Pentium 150 2.5X 60
Pentium 166 2.5X 66
Pentium 200 3X 66
Pentium 233 3.5% 66

Pentium 266 4x 66



3.6 — P5 -Processador Pentium

Processador Pentium de Segunda Geracao: Pentium-MMX

* Janeiro de 1994

* Incorporou tecnologia MMX nos Pentium de segunda geracao
 Relogios de 66/166MHz, 66/200MHz e 66/233MHz

» Sistema moével em 66/266MHz.

 Arquitetura inclui uma unidade MMX, em 4.5 milhdes de transistores
(no total), tecnologia CMQOS, 2,8 V (233 e 266 MHz com 0,25 micron e
1,8 V)

« Single Instruction Multiple Data (SIMD),

« 57 novas instrucOes para manusear video, audio e graficos



3.6 — P5 -Processador Pentium

AMD-K5

* Processador compativel com o Pentium
 PR75, PR90, PR100, PR120, PR133 e PR-166.
» P-Rating: velocidade equivalente: PR-166 roda a 117 MHz
« Configuracao:
» Cache de 16KB para instrucoes
* Dynamic execution—branch prediction with speculative execution
* Pipeline RISC com seis unidades funcionais paralelas
* FPU de alto desempenho

* Pinos para multiplicadores de clock 1.5x e 2x



3.7 — Arquitetura P6

« Avanco sobre P5: Execucao Dinamica e Barramento
Dual Independente

« Multiplos Ramos de Predicao: predizer o fluxo de
programa para varios ramos;

* Analise de Fluxo de Dados: seleciona as instrucoes a
serem executadas quando prontas, independente da
ordem no programa,

* Dual Independent Bus: ha dois barramento de dados,
um para o sistema (placa-méae) e outro so para a
cache. Isto permite que a memoria cache roda a
velocidades que ndo eram possiveis. Back Side Bus;



3.7 — Arquitetura P6

« Arquitetura hibrida CISC/RISC: O nucleo é RISC.
Para compatibilidade fol adicionado um decodificador
CISC na entrada do processador.

 Arquitetura superescalar em cinco canalizacoes:
Possuem cinco unidades de execucao, podendo
executar simultaneamente cinco microinstrucoes RISC,;

 Execucao especulativa: A previsao de desvio foi
sensivelmente melhorada. Quando o processador
chega a um desvio condicional, ha 50% de chances de
a ramificacao inteira ja ter sido antecipadamente
executada.



3.7 — Arquitetura P6
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3.7 — Arquitetura P6
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Figura 6.5: Arquitetura dos processadores Intel de 6% geracao.




3.7 — Arquitetura P6
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Figura 6.7: Funcionamento do decodificador CISC/RISC.




3.8 = Processador PENTIUM PRO

* Primeiro Processador P6

« Tem 387 pinos e usa Soquete 8, em dupla cavidade,
com dois nucleos: um contem o processador e 0 outro
a cache L2.

e Contém 5,5 milhdes de transistores,
— Cache de 256 KB contém 15,5 milhdes
— Cache de 512 KB tem 31 milhdes;

* Multiprocessamento: O Pentium Pro pode ser utilizado
em placas-mae com dois ou quatro processadores em
multiprocessamento simetrico.

* Problemas com Codigo de 16 Bits



3.8 = Processador PENTIUM PRO

« Pentium Pro com 256KB L2 cache (cache a
esquerda).

* O processador tem 16 KB de cache (8KB + 8 KB) L1,



3.8 — Processador PENTIUM PRO
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Figura 6.15: Placa-mae soquete 8, utilizado pelo Pentium Pro.



3.8 — Processador PENTIUM PRO

CPU Type/Speed

Pentium Pro 150
Pentium Pro 166
Pentium Pro 180

Pentium Pro 200

CPU Clock Motherboard
Speed (MHz)
2.5X 60
2.5X 66
3X 60
3X 66



3.9 —-PENTIUM II
Maio de 1997;

* E 0 Pentium Pro com a tecnologia MMX agregada;
» Usa cartao SEC ( Single Edge Contact)




3.9 -PENTIUM Il

*Maio de 1997;
*E 0 Pentium Pro com a tecnologia MMX agregada;
« Usa cartao SEC (Single Edge Contact)

Cache L2 Processador Cache L2

TEEeLY

-
ce
'

Barramento externo
Figura 6.18: Funcionamento do cache L2 em um Pentium 11-300.



3.9 -PENTIUM
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Figura 6.24: Placa-mae com slot 1.



3.10 - CELERON

Pentium Il e Ill com projeto de caché L2 diferente: projetado
para sistemas de baixo custo

*300MHz (300A) and higher core frequencies with 128KB on-
die L2 cache; 300MHz and 266MHz core frequencies without
L2 cache

*Uses same P6 core processor as the Pentium Il (266 through
533MHz) and Pentium Il (533A MHz and higher)

*Opera com velocidade de barramento de 66MHz e 100MHz



3.10 - CELERON

- Inclui tecnologia MMX;

» Cache 32KB L1 integrada, 16KB instrucao e 16KB
para dados;

* Integrated thermal diode for temperature monitoring



3.10 — CELERON
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3.11 — Pentium llI

* Fevereiro de 1999

« 70 novas instrucOes para aplicacao em 3D, audio, video e
aplicacoes em reconhecimento de voz.

*Tecnologia de 0.25 micron CMOS, com 9.5 milhdes de
transistores, mudado depois para 0,18 micron e somada caché
L2 on die de 256KB, com 28.1 milhdes de transistores.

*\VVelocidades de 450MHz até 1000MHz

Intel Processor Serial Number. This enables the system/user to
be identified by networks and applications.



3.12 — Pentium Il / [1l XEON

- Processadores de alto desempenho
* Junho de 1998 (Pentium IlI) e Marco de 1999 (Pentium III)

 Diferem dos Pentium |l e Ill padrao por: empacotamento,
caché e velocidade

* Processadores Xeon usa cartao SEC grande



3.12 — Pentium Il / [1l XEON

A cache trabalha na mesma velocidade da CPU

* Pentium Il Xeon com 7,5 milhdes de transistores

* Pentium Ill Xeon com 9,5 milhOes de transistores.
» 256KB de cache com 28,1 milhGes de transistores
* 1IMB de cache 84 milhOes de transistores

« 2MB de cache 140 milhdes de transistores



3.12 — Pentium Il / Il XEON

Cache L2 (CSRAM)

Processador

Figura 6.35: Funcionamento interno do Pentium Il Xeon-400.



3.14 — Arquiteturas

Barramentos FSB, BSB e caches "on-die"
. barramento local
. FSB

- BSB

« cache "on die"



3.14 — Arquiteturas

Arquitetura A: 486, PS5, PS5 MMX, K5, K6, K6-2,6x86MX,M-Il, C6 e mp6
Arquitetura B: P53-PRO

Arquitetura C:  P5-ll

Arquitetura D: Xeon, K6-3, P5-llI

Arquitetura E:  Celeron 300A, 366 e 400

Arquitetura F: K7

~N 4 h
CPU CPU BSB
CLK xn—> nCLK CLK X N nCLK Cache
nCLK L2
Cache Cache dupla
L1 L1 cavidade
. J | )
CLK | FSB Arquitetura A CLK | FSB Arquitetura B
CLK ) CLK
Chip-Set Chip-Set
Ponte Cache Ponte
pcl || RAM [ "2 ool || RAM




3.14 — Arquiteturas
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3.15 - Aumento de Frequéncia

Diminuicdo do
Tamanho

Relogio  |aumenta Geracao diminui | Diminuicao da
(MH2z) de Calor Alimentacao

aumentar

dificulta >[ Remocéao de ]( solicita

Calor

Figura 3.58. Diagrama simplificado mostrando o relacionamento entre alguns parametros tecnologicos que
pesam na velocidade de um microprocessador.
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3.16 — Comparacao de Desempenho
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Figura 3.57. Comparacéo de velocidades entre diversas CPUs.



3.16 — Comparacao de Desempenho
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Figura 3.57. Comparacao de velocidades entre diversas CPUs.
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3.16 — Evolucao em MIPS e Integracao
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Figura 3.56. Evolucao da velocidade das CPUs da Intel e de sua capacidade de integracao.
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Parametros de Desempenho

- tamanho do barramento de dados

« relogio da CPU

« quantos CLKs s&o necessarios para um ciclo de barramento
« quantos CLKs s&o necessarios para executar uma instrucao
« Novas instrugoes e tipos de dados

« Largura de Banda de Barramento

BWgpgs = (1 byte x 4,77 MHz) / 4 periodos por ciclo = 1,19 MB/s
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Microprocessadores Il - ELE 1084

CAPITULO Il

PROCESSADORES P7 a P9



3.1 — GeracoOes de Processadores

Arquiteturas CISC
Ano Geragao Arquitetura Sigla Processadores
1978 12 |A-16 2 8086 e 8088
1982 28 IA-16 P2 286
1985 32 |A-32 P3 386 DX, 386 SX
1989 43 |A-32 P4 486 DX, 486 SX
1993 52 |A-32 P5 Pentium e Pentium MMX
1995 62 IA-32 P6 Pentium-Pro, Pentium Il e Pentium I
2000 72 |A-32 = Pentium 4
2002 82 |A-32 P8 Pentium 4 HT
2005 02 |A-32 P9 Pentium D (dual core)
Arquiteturas RISC
Ano Geracao Arquitetura Sigla Processadores
2001 12 |A-64 R1 Itanium
2002 28 |A-64 R2 ltanium 2

Figura 3.1. Tabela mostrando as diversas geragoes dos processadores da Intel.
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Performance (vs. VAX-11/780)

100,000

F0, 000 e AMD Athlon 64, 2.8 GHz -

1000 - e Digital AlphaServer 8400 6/575, 575 MHz 21264

11T Y

g [0 S

Intel Xeon 6 cores, 3.3 GHz (boost to 3.6 GHz)
Intel Xeon 4 cores, 3.3 GHz (boost to 3.6 GHz)
Intel Core i7 Extreme 4 cores 3.2 GHz (boost to 3.5 GHz

Intel Core 2 Extreme 2 cores, 2.9 GHz

AMD Athlon, 2.6 GHz __ -~
Intel Xeon EE 3.2 GHz

Intel VCB20 motherboard, 1.0 GHz Pentium Ill processor
Professional Workstation XP1000, 667 MHz 21264A

22%/year

IBM POWERSstation 100, 150 MHz

Digital 3000 AXP/500, 150 MHz
HP 90001750, 66 MHz

IBM RS6000/540, 30 MHz
MIPS M2000, 25 MHz
MIPS M/A120, 16.7 MHz
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Figure 1.1 Growth in processor performance since the late 1970s.
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Microprocessor 16-bit 32-bit 5-stage 2-way Out-of-order Out-of-order Multicore

address/ address/ pipeline, superscalar, 3-way superpipelined, 00O 4-way
bus, bus, on-chipl & D  64-bit bus superscalar on-chip L2 on chip L3
microcoded microcoded caches, FPU cache cache, Turbo
Product Intel 80286 Intel 80386  Intel 80486 Intel Pentium Intel Pentium Pro  Intel Pentium 4  Intel Core 17
Year 1982 1985 1989 1993 1997 2001 2010
Die size (mm?) 47 43 81 90 308 217 240
Transistors 134,000 275,000 1,200,000 3,100,000 5,500,000 42,000,000 1,170,000,000
Processors/chip 1 1 1 1 1 1 4
Pins 68 132 168 273 387 423 1366
Latency (clocks) 6 5 5 5 10 22 14
Bus width (bits) 16 32 32 64 64 64 196
Clock rate (MHz) 12.5 16 25 66 200 1500 3333
Bandwidth (MIPS) 2 6 25 132 600 4500 50,000
Latency (ns) 320 313 200 76 50 15 4
Memory module DRAM Page mode Fast page Fast page Synchronous Double data DDR3
DRAM mode DRAM mode DRAM DRAM rate SDRAM SDRAM
Module width (bits) 16 16 32 64 64 64 64
Year 1980 1983 1986 1993 1997 2000 2010
Mbits/DRAM chip 0.06 0.25 1 16 64 256 2048
Die size (mmz) 35 45 70 130 170 204 50
Pins/DRAM chip 16 16 18 20 54 66 134
Bandwidth (MBytes/s) 13 40 160 267 640 1600 16,000
Latency (ns) 225 170 125 75 62 52 37
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10,000

Intel Pentium4 Xeon
3200 MHz in 2003

Intel Pentium I
1000 MHz in 2000 .

Digital Alpha 21164A
500 MHz in 1996

Digital Alpha 21064

150 MHz in 1992 Y
L o

MIPS M2000 )
25 MHz in 1989 .-~

Clock rate (MHz)

40%/year

10 4 Sun-4 SPARC

Digital VAX-11/780
5 MHz in 1978

15%/year

1

“16.7MHzin1986

Intel Nehalem Xeon
3330 MHz in 2010

1%/year

1978 19

I I I I I I I I I I I I I I I I
80 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Figure 1.11 Growth in clock rate of microprocessors in Figure 1.1. Between 1978 and 1986, the clock rate improved
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3.1 — GeracoOes de Processadores

Sétima Geracao (P7)
« AMD: Athlon:
 Intel: Pentium 4:



Geracao P7 - P4

Pentium 4 : novembro de 2000,
Foi produzido com trés versodes de nucleo:

Willamette, Northwood e Prescott.

Arquitetura chamada de Netburst.
Principais mudancas:

barramento de dados que fizesse quatro transferéncias por
ciclo de clock,

cache L1 mais rapido

uso de um longo “pipeline” para que ele pudesse alcancar
freqléncias mais altas.

Problema: dissipacao de muito calor, impedindo que esta linha
possuisse processadores operando com fregliéncias superiores
a 3,8 GHz.
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« Willamette tinha cache L2 de 256 KB, frequéncia de 1,3
a 2 GHz e FSB de 400 MHz (com taxa de transferéncia
de quatro dados por ciclo de clock) e tecnologia de
fabricacao de 180 nano.

 Northwood adotou o processo de fabricacdo de 130
nano, sendo menor do que o Willamente. A frequéncia
variando entre 1,6 a 3,4 GHz, FSB de 400, 533 ou 800
MHz.

* Prescott teve versdes com cache L2 variando entre 512
KB, 1 MB ou 2 MB, FSB de 533 ou 800 MHZ e
tecnologia de fabricacao de 90 nano.
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Geracao P8 — P4 HT

Oitava Geracao (P8)
« Tecnologia Hyper-Threading (HT);
* Processamento de Programa em Paralelo;
« Emulacao de dois nucleos logicos;

Physical Logical processors Physical processéf
processors visible to OS resource allocation
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3.1 — GeracoOes de Processadores

Nona Geracao (P9)

* Processadores Integrados no mesmo nucleo (core);
« EM64T — processamento em 64 Dbits;

« AMD
* Athlon X2;
* Phenom X3, Phenom X4,
* Opteron Quad-Core

* INTEL

 Pentium Core Duo,

e Core 2 Duo;



Geracao P9

A familia Core 2
64 KB de cache L1
— dois blocos, 32 KB para dados + 32 KB para instrucdes) por nucleo,

cache de memoria L2:
— partir de 2MB compartilhado

— tecnologia de virtualizacao.

Core 2 sao mais rapidos, eficientes e consomem uma
menor quantidade de energia do que seus antecessores;

multitarefa e processamento foram aperfeicoadas

Core 2 Duo: 65 e 45 nm.



3.6 - P9

Processadores Intel Core Duo

{ 1
; :

aYED 11

Thermal Contrel | Thermal Control

Intel® Smart Cache

667 MHz Front-Side Bus



3.13 - P9 - Processador Atuals

 Desktop
— Core Série X (i9)
— Corei7 (7a. Geracgao)
— Coreib
— Corei3
— Corem3
— Core 2 Extreme Edition
— Core 2 Duo, Core 2 Quad
— Celeron
— Pentium
« Laptop»
— Core i7
— Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Solo
— Core 2 Extreme
— Celeron
« Servidor
— ltanium® 2
— Xeon 5500 -14 nm -2 a4 nucleos — até 3,5 GHz

— Xeon 7400-14nm—-4a6nuclos—1,6a2,93 GHz



http://www.intel.com/portugues/products/processor/pentiumXE/index.htm
http://www.intel.com/portugues/products/processor/pentiumXE/index.htm
http://www.intel.com/portugues/products/processor/core2xe/index.htm
http://www.intel.com/portugues/products/laptop/processors/index.htm
http://www.intel.com/portugues/products/processor/core2duo/index.htm
http://www.intel.com/portugues/products/processor/coreduo/index.htm
http://www.intel.com/portugues/products/processor/coreduo/index.htm
http://www.intel.com/portugues/products/processor/coreduo/index.htm
http://www.intel.com/portugues/products/processor/coresolo/index.htm
http://www.intel.com/portugues/products/processor/coresolo/index.htm
http://www.intel.com/portugues/products/server/processors/index.htm
http://www.intel.com/portugues/products/processor/itanium2/index.htm
http://www.intel.com/portugues/products/processor/itanium2/index.htm
http://www.intel.com/portugues/products/processor/xeon/index.htm
http://www.intel.com/portugues/products/processor/xeon/index.htm

(intel)
XEON
e

2016 / 2S5

Processador Intel® Core™

Intel® Core™ M

Intel® Core™ i7 Extreme Edition

Processador Intel® Core™ i7 da 72 geracao
Processador Intel® Core™ i5 da 72 geracao
Processador Intel® Core™ i3 da 72 geracao
Processador Intel® Core™ vPro™ da 62 geracao

Geracao anterior

Intel® Xeon®

Familia Intel® Xeon® E7
Familia Intel® Xeon® ES
Familia Intel® Xeon® E3
Intel® Xeon® Phi™
Intel® Xeon® D

Intel® Atom™

Pentium®

Intel® Quark™




Intel Processadores 13, 15, 17

1.1 Processor Feature Details

« Two cores
» A 32-KB instruction and 32-KB data first-level cache (L1) for each core
* A 256-KB shared instruction/data second-level cache (L2) for each core

Up to 4-MB shared instruction/data third-level cache (L3}, shared among all cores

1.1.1 Supported Technologies

Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (Intel® vT-d)
Intel® Virtualization Technology (Intel® vT-x)

Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT)

Intel® Streaming SIMD Extensions 4.1 (Intel® SSE4.1)
Intel® Streaming SIMD Extensions 4.2 (Intel® SSE4.2)
Intel® Hyper-Threading Technology

Intel® 64 Architecture

Execute Disable Bit

& Advanced Encryption Standard New Instructions (AESNI)
PCLMULQDQ instruction

Intel® Turbo Boost Technoloay



Figure 1-1.

17 - 42, geracao

Processor Platform Block Diagram Example

PCH

DMI2

| BIOS

Processor

PCle*
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eracao
2
Graphics (PEG)_ | PCI Express* 1x16

Processor
R
PCI Express™ 2x 8
MNote: Supported PCI Express
configurations vary by |
processor and SKU. Intel® Flasible
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Todos os processadores Intel® Core™ i3 incluem:
* Tecnologia Intel@ Hyper-ThreadingtA

* Tecnologia de Yirtualizagio Intel@t
* Cache inteligente Intel(®A

* Execute Disable Bit“H

* Arquitetura Intelf o4

Cache : ; NOmero E-I-E”::r::ll:Ll-l:I = - Intel®
Mirmero do  inteli- © Yelocidade @ Welocidade ¢ |:|F'- o '--'ir‘I'IJ-E||i- Intel®
processador © gente © doclock @ DDR3 LT . CoBdd
o _= — o o : nd I_:ll:!I_I:~ o
 Intel® : : :
32 nm
13-54 00 4 MB ¢ 3,06 GHz : 1333/1066 2 v v
MHz
13-5300 4 MB © 2,93 GHz © 1333/1066 2 v v

MHz




« Turbo Boost:

—aumenta a frequéncia do nucleo para melhorar
0 desempenho do processador

— Avalia quatro parametros: numero de nucleos
ativos, consumos estimados de corrente e
energia e temperatura do processador.

— Qualquer um destes parametros pode fazer
com que o turbo entre em acao.
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urbo Boost:

— Se 0 processador detecta que esta abaixo de
sua capacidade, temperatura ou limites, o
Turbo Boost aumenta a frequéncia do clock
para melhorar o desempenho dos nucleos
ativos.

— A frequéncia do processador aumentara 133
MHz em intervalos curtos e regulares, caindo
na mesma medida quando ultrapassar a
capacidade maxima de processamento.
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 Hyper-Threading (hiperprocessamento)

— técnica que o faz simular dois processadores
tornando o sistema mais rapido quando se
usa varios programas ao mesmo tempo.

— 0s processadores da série Intel® Core2™
(Extreme Edition) e Intel® Core™ (i3,i5 e i7)
usufruem dessa tecnologia proporcionando
até 12 nucleos totais (i7 980x).

— a Hyper-Threading oferece um aumento de
desempenho de atée 30% dependendo da
configuracao do sistema.
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 Hyper-Threading (hiperprocessamento)

— A simulacao do segundo processador ¢ feito
utilizando partes nao aproveitadas do
processador na previsao de desvio do
pipeline.

— Os recursos do processador fisico como
cache de memodria, unidade logica e
aritmetica, barramentos, sao compartilhados
entre os processadores logicos, parecendo
assim um sistema com dois processadores.
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Virtualizacao:

- Caracteristica gue permite ter varios
sistemas operacionais trabalhando em paralelo,
cada um com varios programas em execucao.

- Cada sistema operacional roda em um
“processador virtual” ou “maquina virtual”.
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Enhanced Speedstep:

- Tecnologia da Intel que gerencia fungdes do processador
para uma maior eficiéncia em economia de energia e resfriamento

- Faz 0 mesmo que a tecnologia Cool'n'Quiet da AMD.

- Quando o computador nao esta sendo utilizado, ou usando
pouco recursos (exemplo: fazendo um download) o SpeedStep reduz
a voltagem e o clock do processador, diminuindo o consumo de energia
e baixando a temperatura dos componentes.

- Gasta menos energia e aumenta o tempo de vida util do
processador e das demais pecas, que também serdo menos exigidas
(reqgulador de voltagem, fonte de alimentacao, cooler, etc.)
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Voltagem
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Execute disable bit:

- Tem o objetivo de aumentar a seguranca dos
PCs e impede que alguns programas --como Virus--
sejam executados automaticamente no computador.

- Permite ao processador classificar areas da
memoria onde codigos de aplicativos podem ou nao ser
executados.

- Quando um virus tenta inserir codigos no

buffer, o processador desabilita o codigo de execucao,
prevenindo a execucao, dano e propagacao do virus.
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Processador Intel® Core™ i5

Ferramentas
e software

Documentos

. Suporte
técnicos H d

Visdo geral | | Especificagbes

Todos os processadores Intel® Core™ i5 incluem:
* Tecnologia Inteld® Turbo Boosté

* Tecnologia de wvirtualizagao Intel@+

* Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®El
* Execute Disable Bit“H

* Arquitetura Intel® o40H

32 nm

i5-6300 4MB  3,60GHz 2,5 2 v v e v
GT/ s
DMI

i5-6700 4MB 346 GHz 2,5 2 v v e v
GT/ s
OMI

i5-66100 4MB  3,33GHz 2,5 2 v v v
GT/s
OMI

i5-6600 4MB  3,33GHz 2,5 2 v v v v
GT/s
OMI

i5-6500 4MB 3,2 GHz 2,5 2 v v v v
GT/s
OMI

45 nm

i5-750s@ 8 MB 0 24 GHz 2,5 4 v v v
GT/s
OMI

i5-7500 8MB 2,66 GHz = 2,5 4 v v v
GT/s




Todos os processadores Intel® Core™ i7 incluem:
* Tecnaologia Intel® Turbo Boosts

* Tecnologia de wirtualizagdo Intel@t
* Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep@El
* Execute Disable Bit"H

= Argquitetura Intel® 640

Todos os processadores Intel® Core™ i7 série 900 oferecem:
# Soguete tipo LGAL1360

Todos os processadores Intel® Core™ i7 série 800 oferecem:
* Soguete fipo LGAL1156

Mamero

45 nm
i7-9600 & ME 3,2 GHz = 4,8 4 4 s vy
SmartCache ST/
QP
i7-9500 8 MB 3,06 GHz 4,8 4 v v v
ZrartCache GTSs
QPI
i7-9400 & ME 2,93 GHz | 4,3 4 s s vy
SmartCache T/
QP
i7-9300 & MB 2,8 GHz = 4,8 4 s vy s
SmartCache T/
QPI
i7-9200 g MB 2,66 GHz & 4,3 4 7 v v
ZrartCache ETS s
QPI
i7-5700 & ME 2,93 GHz = 2,5 4 4 s s s
SmartCache ST/
DMI
2,5
. & MB !
i7-ga0sH Smartcache 2,53 GHz GT/s g
DMl
i7-2a00 & MB 2,8 GHz 2,5 4
SmartCache ST/

DML




Intel® Core™ i7-5960X Processor Extreme Edition

(20M Cache, up to 3.50 GHz)

Especificagbes
Essenciais
Desempenho
Especificacbes de
memaria

Especificacbes graficas

Opcides de expansio

Especificacbes de
pacote

Tecnologias avancadas

Intel® Data Protection
Technology

Tecnologia de Protecio
de Plataforma Intel®

Produtos compativeis

Pedidos f sSpecs f
Escalonamentos

Especificacoes

Status

Data de introdugdo

Murmero do processador

Cache inteligente Intel®

Velocidade Intel® QFI

N2 de links de QP

Conjunto de instrugdes

Extensdes do conjunto de instrugdes

Opcées integradas disponiveis

Escalabilidade

Preco recomendado para o cliente

Livre de conflitos

Ficha técnica

Numero de nucleos

M2 de threads

@ Essenciais

Launched
Q314
i7-5960X
20 MB
0GT/s

0

64-bit
SS5E4.2, AVX 2.0, AES
No

22 nm

15 Only

BOX :51059.00
TRAY: $999.00

Link

@ Desempenho

8

16

3 GHz

3.5 GHz



|

Intel® Core™ i7-7Y75 Processor

corew || (4M Cache, up to 3.60 GHz)

7th Gen

Especificacoes
Essenciais
Desempenho

Informacoes
complementares

Especificagoes de
memaoria

Especificacoes graficas
Opcdes de expansao

Especificagoes de
pacote

Tecnologias avancadas

Intel® Data Protection
Technology

Tecnologia de Protecao
de Plataforma Intel®

Pedidos [ sSpecs /
Escalonamentos

Download de drivers

Especificagoes

e Essenciais

Numero do processador
Status

Data de introducéo

Litografia

Preco recomendado para o cliente

Numero de nucleos

N2 de threads

Frequéncia baseada em processador

Frequéncia turbo max

Frequéncia de TDP Configuravel - alto

TDP Configuravel - alto

Frequéncia de TDP Configuravel - baixo

i7-7¥75
Launched
Q316

14 nm

$393.00

e Desempenho

2

4

1.30 GHz

3.60 GHz

4 MB SmartCache
4 GT/s OPI

4.5W

1.60 GHz

Tw

600.00 MHz
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1 Intel® Core™ i7-6950X Processor Extreme Edition
e 1 (25M Cache, up to 3.50 GHz)

e

|

Especificacoes ESPECifiCEgEHES
Essenciais . .
Desempenho )
Numero do processador i7-6950X
Informacoes
complementares Status Launched
Especificagoes de Data de introducao Q216
memoria
: _ - Litografia 14 nm
ESF’E(:I_I_'i(:a.CE)eIs graflcas ..................................
Opcdes de expansio Preco recomendado para o cliente $1723.00-$1743.00
Especificagoes de
pacote a Desempenho
Tecnologias avangadas Numero de nucleos 10
Intel® Data Protection N2 de threads 20
Technology I —
: _ Frequéncia baseada em processador 3.00 GHz
Tecnologia de Protecao
de Plataforma Intel® Frequéncia turbo max 3.50 GHz
Cache 25 MB
Produtos compativeis  ~ I
o 1 1 [
frequenma da Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 4.00 CHz
Parametros
TDP 140 W

pE‘did(}S fSSpECSf ...............




Intel® Xeon® Processor E7-8893 v4
(60M Cache, 3.20 GH2)

Especificagoes Especificag6e5
Essenciais . .
Desempenho )
_ Numero do processador E7-8893v4
Informagoes
complementares Status Launched
Especificacoes de Data de introducéo Q2'16
memoria
: _ " Litografia 14 nm
Especificagoes graficas
s il e e Preco recomendado para o cliente $6841.00
Especificagoes de
pacote a Desempenho
Tecnologias avangadas Numero de nucleos 4
Intel® Data Protection N2 de threads o]
Technology
: _ Frequéncia baseada em processador 3.20 GHz
Tecnologia de Protecao
de Plataforma Intel® Frequéncia turbo max 3.50 GHz
Cache 60 MB
Pardmetros
Velocidade do barramento 9.6 GT/s QPI
e el N2 de links de QP! 3
Escalonamentos
TDP 140 W
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Especificagoes
Essenciais
Desempenho

Informacoes
complementares

Especificagoes de
memoria

Especificagdes graficas
Opcoes de expansao

Especificagoes de
pacote

Tecnologias avancadas

Intel® Data Protection
Technology

Tecnologia de Protecao
de Plataforma Intel®

Parametros

Pedidos [/ sSpecs /
Escalonamentos

Intel® Xeon® Processor E7-8870 v3
(45M Cache, 2.10 GHz)

Especificagdes

° Essenciais

Numere do processador
Status

Data de introducgao

Litografia

Preco recomendado para o cliente

Numero de nucleos

LoiE TR

Frequéncia baseada em processador

Frequéncia turbo max

Cache

Velocidade do barramento

N2 de links de QPI

E7-8870V3
Launched
Q215

22 nm

$4672.00

° Desempenho

18

36

2.10 GHz

2.90 GHz

43 MB Last Level Cache
9.6 GT/s QPI

3

140 W
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Figure 1. Processor Platform Block Diagram

Tecnologia 22 nm gt m

S Interface X2

HD Audio Codec

------

5th Generation Intel® Core™
Processor Family, Intel® Core™ M

Processor Family, Mobile Intel®
Pentium® Processor Family, and
Mobile Intel® Celeron® Processor
Family

Datasheet — Volume 1 of 2

January 2015



Especificagbes tecnicas

Essenciais

Segmento vertical
Status

Litografia

Desempenho

Mamero de nucleos

Frequéncia baseada em
processador

Cache

N2 de links de QPI

Informacgoes complementares

Opcoes integradas disponiveis

Especificacbes de memoria

Tamanho maximo de memoria (de
acordo com o tipo de memaria)

N2 maximo de canais de memdria

Desktop
Announced

14 nim

4.30 GHz

a8 MB

No

64 GB

Core i

Mumero do processador

Data de introdugao

M2 de threads

Frequéncia turbo man

Velocidade do barramento

TDP

Livre de conflitos

Tipos de memaria

Compatibilidade com memaria ECC ’

i7-7740%
0217
B
4.50 GHz
B GT/s DMI3
112w
Yes
DDR4-2666
" 80/48



N2 de links de QPI

Informacoes complementares

Opcoes integradas disponiveis

Especificacbes de memdria

Tamanho maximo de memoria (de
acordo com o tipo de memoria)

N2 maximo de canais de memoria

No

64 GB

TDP

Livre de conflitos

Tipos de memoria

Compatibilidade com memaria Ecc’

112w

Yes

DDR4-2666

No
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Processadores Atuais AMD

AMD Opteron Quad Core, Opteron Six-Core;
AMD Phenom Il X4 , X6

AMD Athlon™ 64 X2 , AMD Athlon™ 64

AMD Turion™ 64

AMD Sempron™

HyperTranspert™ Technology links
Memoary is Direccly Allow for Glueless CPU Connection
Connected o Processors and Scalable /O Expansion

Processor

wileh D rect wilth Direce
Conmect Archipecture Connect Archipecw re

Separate Memory and ——pe Processors are Directly

11O Paths Eliminate Connected to
Mast Bus Contention Processors; Cores are
Connected On-die

Memary Capacity Scales
wi Mumber of Processors

¥

DDR
144-bic

%> «—— HyperTransport

Link ha=z Amplr_-
Bandwidth for
WO Devicas



http://www.amd.com/br-pt/Processors/ProductInformation/0,,30_118_8825,00.html
http://www.amd.com/br-pt/Processors/ProductInformation/0,,30_118_8825,00.html
http://www.amd.com/br-pt/Processors/ProductInformation/0,,30_118_8825,00.html
http://www.amd.com/br-pt/Processors/ProductInformation/0,,30_118_9485_13041,00.html
http://www.amd.com/br-pt/Processors/ProductInformation/0,,30_118_9484,00.html
http://www.amd.com/br-pt/Processors/ProductInformation/0,,30_118_12651,00.html
http://www.amd.com/br-pt/Processors/ProductInformation/0,,30_118_11541,00.html

Arquitectura del procesador AMD Athlon™ 64 FX de nicleo duplo (Soquete AM2)

Controlador de memoria DDR2 integrado
v Alta performance, alta largura de banda
" Desenvolvido para reduzir a laténcia da DRAM

. Aumenta o desempenho especialmente em
aplicativos que fazem uso intensivo de memadria
«  PC2-6400 (DDR2-200), PC2-5300, (DDR2-667),
PC2-4200 (DDR2-533) ou PC2-3200 (DDR2-400)
- DIMMs sem buffer
- Interface de 128 bits

Nicleo de tecnologia AMD64 - Largura de banda da memdria de até 12,8 GB/s

. Avancada performance para 5cx =
computacdo simultinea de 32 e 64 bits ! I i I
. Registradores internos de 64 bits = olien. AN

adicionais para mais peformance
computacional

. Capacidade de enderegamento além

dos 4 (?‘B paranovos recurso's s | UUGUC MNucleo de MNucleo de

*  Protegio Avangada contra Vinus® B - tecnologia | tecnologia
S, AMDE 4 AMDE 4

(Ndcleo 1) (Nucleo 2)

Cache HyperTranzport™ Bus.
»  Grande cache incorporado 3 pastilha 1
- 64KB de cache L1 para instrugdes pornicleo l
- 64KB de cache L1 para dados pornicleo Barramento HyperTransport™
- 1024 KB de cache L2 por nicleo «  Barramento de sistema que utiliza
- Total de 1152 KB de cache pornicleo atecnologia HyperTransport para
- Total de 2304 KB de cache por processador comunicagdo de I/O em ala
- Desenvolvido para melhorar o desempenho para velocidade
muitos aplicativos multithre aded -  Até 8 GB/fs de larqura de
banda disponivel do sistema




Processador AMD Phenom™ com quatro nicleos

&CW

,,
g |20 L

’ -
)

A8 171 GB/s @ DDR-1066

As conaxoes da tecnologia Hupeartransport
oferecem largura de banda maxima de
atd 16 GB/s,




PRODUTOS

PLACAS GRAFICAS PARA DESKTOP

MD Radeon™ 5erie RS
MD Radeon™ Serie R7
MD Radeon™ 5erie RS

AMD Radeon™ HD Série 7000
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PROCESSADORES PARA DESKTOP

Processadores AMD FX
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APUs AMD Athlon

APUs AMD Sempron
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AMD Opteron™ X2150 APU

The AMD Opteron™ X2150 APU is the world's first
server-class x86 APU SoC. With fully integrated
CPU, GPU, and I/0 in a power efficient package,
it is optimized to help lower datacenter TCO and
fit into dense server platforms powering the next
generation of datacenters and workloads.

* Featuring Graphics Core Next (GCN) Architecture

* TDP as low as W w D 8000 Series

* Highly integrated x86 SoC for emerging eonMu\timed\a Engineé
multimedia-oriented workloads

Target workloads:

* Hosted DT

* Cloud gaming
* Content Distribution Network (CDN)
* Video preprocessing and transcoding

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model CPU Core CPU Core P Max
Number Count Frequency Ao DDRS3 Speed et
X2150 4 11-1.8 GHz 800 MHz 128 cOONRL= nw-22w 1600Mhz 2M




Visdo geral | Recursos

Processador em Caixa AMD H€))

PROCESSADORES FX AMD COM AS NOVAS SOLUCOES TERMICAS AMD

Numero de modelo
(cligue para ver
detalhes)

FX-8370 Wraith cooler

FX 8350 Wraith cooler

FX 6350 Wraith cooler

Frequéncia

4.0/4.3 GHz

4.0/4.1 GHz

3.9 GHz

Caché L2
total

8MB

SMB

3MB

Caché
L3

8MB

SMB

8MB

paragio de niimero de modelo

Embalagem Poténcia do design

socket
AM3+

socket
AM3+

socket
AM3I+

térmico

125W

125W

125W

Tecnologia
CMOS

32nm 501

32nm SO

32nm 501

87/48



AMD - Processadores para Servidores

Processadores AMD Opteron™ Série 6300

Numero do MNucleos Velocidade do Frequéncia maxima da tecnologia AMD Cache TDP Tipo de
modelo nucleo Turbo CORE L3 soquete
6386 SE 16 2,8 GHz 3,5GHz 16 MB 140 G34

W

6330 16 2,5 GHz 3,4 GHz 16 MB 115 G34
W

6378 16 2,4 GHz 3,3 GHz 16 MB 115 G34
W

6376 16 2,3 GHz 3,2 GHz 16 MB 115 G34
W

6370P 16 2.0GHz 2.5GHz 16MB 99w G34



